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广州广合科技股份有限公司投资者关系活动记录表 

                                               编号：2024-10 

投资者关系活动类

别 

 

√特定对象调研        □分析师会议 

□媒体采访            □业绩说明会 

□新闻发布会          □路演活动 

□现场参观  

□其他 （                 ） 

参与单位名称及人

员姓名（排名不分先

后） 

申万宏源、玄甲资本 

时间 
2024年 5月 31日  10:00-11:00  

地点 广州广合科技股份有限公司会议室 

公司接待人员 
副总经理、董事会秘书：曾杨清 

证券事务代表：陈炜亮、黄淑芳 

投资者关系活动主

要内容介绍 

一、今年毛利率会受原材料涨价的影响吗？ 

一季度原材料价格比较稳定，4、5 月份受大宗商品

价格上升影响，部分材料价格有所上升，但目前对公司影

响较小，公司密切关注大宗商品价格的未来走势，并通过

内部降本增效、优化产品结构等手段来降低原材料成本上

升对经营的影响。 

 

二、服务器 PCB未来竞争的格局？ 



广州广合科技股份有限公司 

 

关注和计划参与服务器应用市场竞争的同行越来越

多，公司未来面临的竞争压力肯定会加大，但广合科技长

期聚焦数据中心业务，对服务器产品的迭代，以及对服务

器产品研究的深度和广度具备优势，多年来在服务器客户

中也有一定的沉淀和积累，我们会积极应对市场竞争。 

 

三、泰国工厂产能规划？工厂定位？预计泰国工厂什

么时候可以满产？  

泰国工厂预计今年年底建成投产，预计满产年销售约

20 亿元，主要产品定位新一代服务器及交换机产品，主

要面对海外市场。泰国工厂 2025 年会有一个产能爬坡的

过程，影响产能提升的因素比较多，公司也在为泰国工厂

的投产积极准备，力争把产能爬坡期缩短。 

 

四、从 PCIE4.0到 PCIE5.0的工艺提升差异体现在哪

些方面？价值量提升的原因？ 

为了满足信号需求传输速率的提升要求，PCB 主材从

M5 升级到 M6，两代服务器 PCB 的工艺标准也有本质的提

升，比如：产品层数由 12-18L上升至 14-20L，BGA Pitch

由 1mm减少至 0.94mm，板厚大幅增加，厚径比大幅提升，

背钻及真空树脂塞孔等工艺大范围使用等等。PCIE4.0 到

PCIE5.0产品，无论从材料成本还是加工工艺难度都有大

幅提升，相应的产品单价也有大幅提升。 

 

五、原材料价格上涨会传导给下游客户吗？ 
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公司主要通过内部降本增效、优化产品结构来降低原

材料成本上升对经营造成的影响。同时公司也会密切上下

游供应商、客户的沟通与协作，以降低原材料价格波动对

经营的影响。 

 

六、服务器市场增长平稳，公司未来增长的驱动力是

什么？ 

未来服务器业务依然是公司核心业务，目前公司在服

务器市场的份额还有很大提升空间，除了进一步提升现有

客户份额，我们将积极拓展目前尚未覆盖的客户；除此之

外，公司围绕自身业务规划，后期也将加大通信及智能终

端业务的拓展力度。 

 

注：调研过程中公司严格按照《信息披露管理制度》

等规定，没有出现未公开重大信息泄露等情况。 

附件清单 无 

日期 2024年 5月 31日 

 


